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※ はんだ付け条件 (以下の条件の範囲内でご使⽤下さい)
※ Soldering Conditions (please use within the following conditions.)

1) リフローはんだ(3回)　/　Reflow Soldering Temperature Profile (three times)

2) フローはんだ(1回)　/　Flow soldering (once)

3) ⼿はんだ(2回)　/　Manual Soldering (twice)
こて先温度  400℃以下   時間  3秒以内　/　Bit Temperature:Under 400℃  Time:Under 3s

Solder dipping 時 間 10秒max. はんだ槽通過時間
Time 10s max. Path time

温 度 260℃ はんだ槽温度
はんだディップ Temperature Temperature of solder

Pre-heat 時 間 3分max.
Time 3min max.

温 度 80〜150℃ 基板表⾯温度
予備加熱 Temperature Surface temperature of P.W.B.
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リフロー温度プロファイル
IR/Convection Reflow Profile


